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1 |- La invencidén se refiere a un método de duplicar

silicona de manufactura especial. En otro procedimiento muyl

loja nfim. 1

soportes de iﬁ%ormacién,de pldstico, en los que una resing
de moldeo polimerizeble se dispone sobre una matriz que
comprende una pista de informacidn, resina gque sobre la
cara mis alejada de la matriz, estd dotada o estd siendo
dotada de un substrato y, después de curar la resina de
moldeo, el conjunto de resina de moldeo y substrato conec~|
tado a ella, se retirg de la matriz.

4L este pespecto, la invencidén concierne prefeci-
blemente a la produccidn de las grzbeciones denominzdas de
imeggen (épticas), en las que la pista de informacidn compren
de una informacién éptica muy fina.

Tal método se conoce por la OS alemana 24 43 020,
De acuerdo con este procedimiento conocido, el cual, debidg
gl uso de una resing de moldec, se dencmina gbreviadements

-procedizmiento de moldeo, se utiliza una matriz de caucns de

usado de produccidn de grabaciones de imagen, de pléstico,
el procedimiento denominado de moldso por compresidn, se
utilizs una matriz hecha de metal.

Como introduccidn de la presente invencién y con
el fin de obtener~una me jor comprensidn de eila, log proce-
dimientos conocidos arribs mencionados se explican de lg
maners siguiente.

Un procedimiento de moldeo por compresidn para
la produccidén de grabaciones de imegen, el cual por’otra
parte muestra una analogis muy importante con el procedi-
miento de moldeo por compresidén para discos de graméfono
utilizados convencionalmente ya hace afios, se describe, en-

tre otros sitlos, en la solicitud de patente holandesa ya
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—publicada, ntmero 7212045, a nombre de la solicitante. En

este procedimiento, se utiliza una matriz hecha de nigquel,
la cugl ha sido obtenida primeramente mediante un cheapeado
no electrolitico y, seguidamente, niquelando un disco maes
tro, que es uﬁ disco de vidrio que tiene una pista de in-

- formacidn circular o en espiral de un material fotoconduc-—
tor curado y, seguidamente, se retira el disco mgestro. EL
disco generador resultante puede ser utilizado como matriz,

pero, usuglmente, a partir del disco generador, se producen

por galvanoplastia, copias adicionales denominadas primeras
copias (disco madre), seguidemente, se hacen a partir de

éste segundas copias, y asi sucesivamente. Las Gltimas co-
pias se denominan matrices. Cuando se producen grabaciones
de imagen, de pléstico, la matriz se comprime sobre una ma-
sa de moldeo termopldstica, = una presidn y temperatura el
~vadas; consistiendo dicha masa, por ejemplo, en un copoli-
mero de cloruro de vinilo y de acetato de vinilo, despues

de lo cual se enfria el conjunto y, después de eliminar la
presidn, se retira finalmente de la matriz el disco moldea-
do. Uno de log inconvenientes del método de moldeo por com-
presidn es que existe una diferencia de expansidén entre la
matriz y el disco moldeado, durante el enfriamiento, de tal
modo que se producen en el disco tensionesrindeseadas, que
pueden dar como resultado una pérdida o deformacidn de la
informacidn éptica. Ademds, con frecuencia quedan adheridas
a la matriz metdlica pequefias perticulas de la resina sin-
tética, de tal modo que las coplas subsiguientes presentan
defectos. La matriz resulte inutilizable o ha de.ser limpiay
da. Ademds, el procedimiento’ de moldeo por compresidn mues-

tra un tiempo de ciclo bastante prolongado y exige mucha
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- energia. Hay que imponer estrictos requerimientos sobre la
resina sintética de pléstico uwtilizada, en'lo que respecta
a la estabilidad de forma, especialmente en funcionamiento
prolongado y en condiciones climatoldgicas considerablemen
te variables.

In el proceéimiento de moldeo conocido por la OS
arriba mencionada, se utilizg wna matriz especial, la cual
se producs taubién de acuerdo con un procedimiento de mol-
deo. A este fin, alfdisco ngestro de vidrio se le dota Jde
un agente de desprendimiento, sobre el cual se dispone un
polisiloxano vulcanizable liquido (caucho de silicona),
que contlene un 10% en peso de catalizador. Una segunda
placa de vidrio, que estd provista por una cara con un ad-
hesivo, se com@rime sobre la capa de caucho de silicona
con la capa de adhesivo en la parte de szbajo, después de
-1lo cuzl se cura el conjunto a una temperatura elevada dz
71 a 2048C, y finalmente, se retira el disco magestro.

La matriz resultante consiste en un disco de vi-
drio que esta provisto, por una cara, de un recubrimiento
de caucho de silicona, que comprende lg piste de informa-
cidn, Para producir copias de pldstico, se prepara una mez-
cla liquida de resina de poliuretano, que consiste en resi-
na de poliureténo, diluyente y catalizsdor. Esta mezcla se
dispone sobre un substrato de pelicula de poliéster lMylar,
después de lo cual el substrato recubierto se comprime con-
tra el recubrimiento de caucho de 1a_ﬁatriz, por medio de
un procedimisnto de laminacién. Bs posible, alternativemen-
te, verter primero lz mezcla de resing de poliuretano sobre
el recubrimiento de caucho de lg matriz y, seguidamente,

|disponer sobre éste la pelicula de poliédster. La resina de
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la matriz, se Eura seguidamente, variando el tiempo de cu~
rado entre 15 a 45 minutos, de acuerdo con la composicion
de la resing de poliuretano. El disco laminadc o estratifi
cado resultente, de pelicula de poliuretano con poliéster
curada, se retira finalmente de la matriz, por un procedi-~
miento mecénica. De acuerdo con el ftexto de la 0S anterior-
mente mencionada, se pwede ubtilizar altbernativamente una
resina epoxidica q acrilica, en lugar de la resina de po-- -
liuretano. En lugar de la pelicula de poliéster Mylar,jgé‘
puede utilizar alternativamente una hoja metslica delgada
y flexible. Ademds, en la pagina 14, pdrrafo tercero de la
0S 24 43 020, se afirms que pueden utilizarse mondmeros gqug
son polimerizables por radiacidn, como se describe en las
patentes de Broadbent. En las patentes de Droadbent, por
ejemplo en las patentes de Estados Unidos 3658954 y 3687664
se hace referencia a un procedimiento de duplicacidn para
grabaciones de discos de imagen, en el que se ulbiliza wn
mondmero gaseoso que puede ser polimerizado con luz ultra-
violeta, por ejemplo, acroleina y vapor de perileno.

El procedimiento de duplicacidn de acuerdo con
la 0S arriba mencionads, tiene los siguientes inconvenlen-
tes. Primero de todo, ha de fabricarse una matriz de caucho
de silicona muy especial.

~ En opinidn de la solicitante, la eleccidn de este
mgterigl particulér se basa en el requerimiento de éue la
copia ha de desprenderse con facilidad de la matriz. Duraen-
te la fabricacidén de la matriz de caucho de silicona, el cu
rado del caucho tiene lugar a una temperatura elevada. Como

resultado de diferencias de expansién térmica entre la ma-
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_triz de caucho y el disco maestro que ha de producirse,
pueden ocurrir“pequeﬁas diferencias de dimeﬁsiones. En par
ticular, para la reproduccién de la informacidén en imagen,
en la .que se requiere un poder de resolucidn muy eleiado,
las pequefias diferencias de dimensiones pueden influir per
Jjudicialmente sobrg la celidad de reproduccidn. Una desven-
taja adicional es el tiempo de curado, comparativemente prg
longado, de la.copia (poliuretano con pelicula de poliés-
ter) en la matriz. El tiempo de curado puede ser reduciio,
desde luego, efectuando las operaciones a temperaturas mas
-elevadas, vero entonces Jjuegan nuevamente un papel las di-
ferencias indeseables de expansidén térmica, deteriorando
la transferencia de la informacidén en imegen y dando como
resultado, ademés, tensiones térmicas en la copia. Como re-
sultado de dichas tensiones puede tener lugar, con el trans
.curso del tiempo, una deformacidn de la copia y una pérdi-
da o deformacién de la informacidn en imagen. Una desventg
ja adicionsgl es la estabilidad restringida de la mezcla de
resina. El curado empieza tan pronto como la resina de po-
liuvretano ha sido afiadida 2l catalizador.

Se ha encontrado, ademds, que la superficie de la
matriz de caucho de silicona es apta para el stagque por las
resings de moldeo, en particular por aquellas que contienen
mondmeros polimerizables.

La solicitante ha desarroilado ghora un método
vde duplicar séportes de grabacidn de piéstico, que ﬁo mue s~
tra las desventajas arriba mencionadas.

La invencidn se refiere més en particular a un
método de duplicar soportes de esta informacidn de pléstico

en el que una resina de moldeo polimerizable se dispone so-
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-bre una matriz provista de una pista de informacidn, la
“cual resina,_sobre la cara mds alejada de la matriz, esta
provista o estd siendo provista de un substrato y, después
de curar la resina de moldeo, el conjunto de resina de mol
deo y substrato conectado a ella,.se retira de la matriz,
y se caracheriza porque se utiliza wna matriz, de la cuel,
por lo menos la superficie que comprende la pista de infor
macién, estd hecha de metsl, una resina de moldeo liquida,
que puede ser polimerizada por radiscidn, se aplica segli~
damente sobre la superficie metélica, conteniendo dioha_%g
sing mondmeros y/o oligdmeros de bajo peso molecular, léa

v e ue

cuales contienen, como promedio, de 25 a 704 en peso de

grupos hidrocarbonados saturados y/o grupos fenilo, siendo
la resins de moldeo enteramente o sustancialmente por ente-
ro aprétida, y teniendo una funcionalided media, en lo que
-respecta a la insaturacidn, que se encuentra entre los va=-

lores 2 y 6 inclusive, en el que, ademés, la resina Qe'm@l—
deo, sobre la cara més slejada de la matriz, estd provitta
0 estd siendo provista de un substrato permesble a las ra~
diaciones, la resina de moldeo se cura seguldamente por ra-
diacién a iravés del substrato, y la resina de moldeo poli-
merizada, junto con el substrato concctado a ella, se reti-
rg Ge la matriz.
El uso de wna matriz metdlica o de .una matriz que
tiene una superficie metélica, en el procedimiento de mol-
deo de acuerdo con la invencidn, es muy interesante; Como
se ha indicado ya mds arriba, las matrices metélicas han si
do utilizedas durente algin tiempo ya, en procedimientos de
moldeo por compresidn para la'fabricacién de grabaciones de

imagen y de grabaclones fonograficas. En el curso de los
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- afios se han acumulado muchos conocimientos y experiencia
por lo que se—;efiere a la fabricacidén y propiedades de
las matrices metdlicas, 10 que hace muy atractivo su uso
en procedimientos de moldeo de acuerdo con la invencidn.
Por ejemplo, una matriz metélica 0o una matriz que tiene ung
superficie metdlica es, en general, y en particular a una
temperatura més bé,ja, 'poco sensible al ataque por la resi-
na sintética. .

Sin embargo, el uso de una matriz metélica en-el

-

método de acuerdo con la invencidn, solamente es posible:

-

'si en combinacidn con ella se utiliza una resina de moldeo

R R R

 especial, que puede ser curada por irradiacidn, y que mues-

tra las caracteristicas arriba mencionadas. Solamente en

este caso puede conseguirse que después del curado de la

resina, ésta, por una parte se desprenda ficilmente dé‘ié
-matriz metédlica y, por otra parte, esté fuertemente unida
al substrato.

Debido a la importancia de la resina de moldeo

]

curable por radizcidn, del substrato y de la matriz de acue
do con lg invencidn, dichos elementos se exponen por sepa-
rado de la manera sigulente:

A. resing de moldeo curable por irradiacidn, 1i-

quida.

Despuds de disponer la resina Ge moldeo liquida
' sobre la superficie metalica de la matriz y de dotar a ésta
de un substrato, la resins se polimeriza a través del subs~
trato mediante'radiacién, es decir se cura. De acuerdo con
la invencidn, la radiacidén puede ser, tanto luz ultraviole-
ta, que tiene, como es sabido, un limite superior de longi-

2} .
tud de onda de 3900 A, como luz visible. La composicién de
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puede ser curada por medio de la luz visible, se utiliza
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gicidén a la luz ultravioleta, difiere de aquella que puede
ser curada por medio de luz.visible, en que se ubtiliza otrg
tipo de catalizador. El catalizador es un mameriél que por
exposicidn a la luz forma radicales, los cuales subsiguien-
temente inician lg reaécién de polimerizacidn de los restan
tes componentes de la resina de moldeo. La formacidn de ra-
dicales puede producirse mediante absorcidn de luz por el
catalizador proPiam?nte dicho, pero también por absorcion
de luz por un sensibilizador que Hransfiere la energia ab-
sorbida & este catalizador. En el caso de una resina de mol
deo que puede ser curada por luz ultravioleta, se utiliza
frecuentemente como catalizador, un compuesto de carbonilo
aromgtico, por ejemplo, un derivado de benzoina, por ejemplp,

éter isobutilico de benzoilo. En una resina de moldeo que

frecuentemente como catalizador, una mezcla de ua colorante
de xanteno y un aminozlcohol, por ejemplo, eritrosina con
dimetilaminoetanol.

Las composiciones de resina liquidas que pueden
ser curadas por radiacidn, se denominan frecuentemente en
la bibliografia con el nombre de "resinas curables por la
luz" o "resinas curables por la luz ultravioleta". Tal com-
posicidn comprende, generglmente, uno o més compuestos po-
liméricos que contienen grupos polimerizsbles en combinacidn
con mondmeros polimerizsbles, que sirven también como disol
ventes o diluyentes. También hay presente una pequefa canti-
dad de un catalizador que se denomina también foto-inicia~
dor. Bl curado puede tener luger en un corto espacio de tien

po, por ejemplo, en 1 & 300 segundos, dependiendo de la in-
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1 }tensided de la luz. La presencia del oxigeno atmosférice
prolonga frecﬁéntemente el tiempo de curado necesario y,
con frecuencia, da como resultado productos inferiores deg
de el -punto de vista mecdnico y quimico. Lgs conocidas re-
5 | sinags fotosensibles se utilizén g escals industrial para
producir una capa protectors sobre metal, madera o, slgu-
nas veces, sobre papel. Se obtienen capas duras y rigidas,
con una buena acdherencia. En particular, la buena adheren-
cia a log materisles arriba mencionasdos, es una propiedag -

10 | muy deseable pars la agplicacién conocida. :

-
xe
"

En el método de mcuerdo con la presente invencidy,

i P

sin embargo,se utiliza wna resina de moldeo, liquids, curas

- ey

ble por radiacidn, la cual, después del curado, puede ser

...

fécilmente desprendide de una base metdlica, y en este bg—
15 so‘de la superficie metédlica de la matriz. B

Ademés de esta propiedad de no adherirse a una
base metdlica, la resina de moldeo que se utiliza en el mé-
todo de acuerdo con la invencidn, posee la propiedad de ad-
herirse fuertemente a la superficie del substrato. ElL subs-—
20 | trato consiste en una resina sintética, como se describirsd
en lo que sigue.

A base de una intensa investigacién, la solicitan
te he tenido éxito en cl desarrollo de una nueve resina de
moldeo, liguida, curable por radiacidn, que muestra la ca-
25 |racteristica de adherencis arriba mencionasda. Le resina de
moldeo desarrollada contiene, ademds, solamente unoé pocos
grupos reactivos después del curado, 1o que, por otra partel
podria dar lvgar, posiblemente, a un curado posterior subs-
tancial. Ademds, ls capa de resina curada muestra unas ten~

30 |siones internas tan bajas, que sobre el subsirato no se ejer

27107
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_ ce ningln esfuerzo de traccidn ni de flexidn. La resina de
moldeo muestra también ung baja viscosided, con un coefi-
ciente de viécosidad de como miximo 1CO centipoises y, pre
feriblemente, de 1 a 10 centipoises, de tel manera que la
eplicacidn de la resina de moldeo sobre la matriz puede
reglizarse facilmente sin la inclusidn de burbujas de aire

Le invencidn se refiere taumbién a esta nueve re~
sina de moldeo, que se caracteriza por las siguientes ce-
racteristicas:

a) la resina de moldeo comprende mondémeros y/u
oligdémeros, de bajo peso molecular,

b) los mondmeros y/u oligbmeros utilizados en la
resing de moldeo, comprenden, como promedio, de 25 a T0%
en peso de radicales hidrocarbonados saturados y/o grupos
feniloj

¢) la resina de moldeo es aprétida o sustencisl-
mente aprétida, . e

d) la resins de moldeo tiene una funcionalidad
medig, en 1o que respecta a la insaturacidén, que se encuen
tra entre los valores 2 y 6 inclusive.

Bsta caracteristica puede ser expuesta adiclonal-
mente, como sigue.

gviso a) Teambién en relacién con la realizacién
de un grado de viscosidad correcto, la resina de moldeo con
tiene solamente poco polimero, por ejemplo menos de 5% en
peso. Por la misma razdn, se da preferencia adicional a wna
resina de moldeo que consiste principelmente, es decir en |
wn 95% por lo menos, en mondmeros de bajo peso molecular.
El término bajo peso molecular segun este contexto, signifi

ca un peso molecular medio de los mondmeros utilizados que




10

15

20

25

30
27107

lioja nGm. 11

s, 60mo maximo, de sproximadamente 400. Los oligéméros
utilizados gen;ralmente, tienen un peso molécular més glto,
por ejemplo de 5C0 a 2.000,

aviso b) Dicho contenido de hidrocarburcs saturg
dos y/o de grupos fenilo, estéd relacionado con el deseado
cardcter moderademente polar de la resina de moldeo después
del curado. Se puede considerar que un grupo fenilo, esi
como, desde luego, un hidrocarburo saturado, es un grupo
apolar, dentro del alcance de la'invencién. Es muy vigbie
el que ls resina de moldeo comprenda clertos monémeros y/u
oligémeros, cuyo contenido de grupos hidrocarbonados sgtu~
rados y/o grupos fenilo es pequefio. Esto ha de ser compen-
sedo por la presencia de otros monémeros y oligdmeros que
4ienen un contenido de radicales hidrocarbonados saturados
y/o de grupos fenilo comparativemente alto, tal que, como
.promedio, el porcenteje en peso arriba menclonado de 25 a
70% se alcanza en la totalidad de la mezcla. Fl contenido
medio de radicales hidrocarbonados saturados y/o de grupos
fenilo se'encuentra, preferiblemente, entre 40 y 65% en pe-
SO.

eviso ¢) ZEl cardcter aprétido de la resina de
moldeo hace que, partiendo de la resina, no se formen puen-
tes de hidrdgeno con ls superficie metalics de la matriz.

aviso d) Da nocidn de funcionalidad, en 1o que
respecta a ls insaturacidn, se describe entre otros sitios,
en "Principles of Polymer Chemistry, Paul J. Flory,'Corneel
Univ. Press, Nueva York 1953, péginas 31-33". En relacidn
con la presente invencidn, "lz funcionalidad media en lo
que respecta a la inssturacidén' ha de entenderse que signi-

I
fica el nimero medio de grupos vinilo ( e = e ) por molécul;
. Lo
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-multiplicado por el factor 2. Esta nocidn puede ser ilus-
trada mediante un simple gjemplo de una mezcla de una mo-
lécula~gramo de eteno (funcionalidad 2) y una molécula~-gra
mo de butedieno (funcionalidad 4). La funclonalidad media

en 1o que respecta a la insaturacidn de esta mezcla es

Nx14+4Nx2
oN

El fector N x 1 mencionado en cl denominador del
cociente, se refiere a las moléculas de eteno (nimero de
Avogrado) que cbntienen, por molécula, un grupo é = é .
Bl factor N x 2 se refiere a N moléculas de butadg.eno' con
dos grupos % = % por moléculs.

En una forma preferida de la resina de moldeo de
acuerdo con la imvencidn, la funcionalidad media, en 1o
‘que réspecta a la insaturacién, se encuentra entre los ve~
lores 2,1 y 3,5 inclusive.

Sobre la base de la carecteristica de le resina
de moldeo mencionada arriba a) a 4), los expertos en la tég
nica pueden componer, con facilidad, una resina de moldeo
adecuada.

Las resinas de moldeo muy edecuadas, que se han
utilizado tamwbién en una forms preferida de la invencidn,
comprenden, ademas del catalizador sensible a la luz mencig
nado en 1o que’antecede, mezclas liguidas fluidas de mono-
ésteres, didsteres, triédsteres o tetraésteres de dcido acri
lico, de bajo peso molecular. Teles resines de moldeo, des-
pués de la exposicidén sobre la matriz, no muestran ninguns

adherencia o solamente muy peguefia adherencia a la superfi-

cie metdlica de la matriz. La separacién mecdnica de le me-
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- triz desde la resina de moldeo curada con substrato, trang

acrilato de N-butilo, acrilato de-i-butilo, acrilato de he-

-acrilato de octadecilo, acrilato de etoxietilo y zcrilato

{acrilico y oligémeros, el diacrilato de polietilenglicol,

Hoja ntm. 13

curre suavemente. A partir de estudios con microscopio
electrénico, resulta que la estructura superficial de la
matriz que comprende lz informacién que ha de ser reprodu-
cida, estd presente en la capa de resina de moldeo, sin dey
Tectos. ’

Ejemplos de los ésteres de &cido acrilico adecua
dos, arriba mencionados, son los monoacrilatos difunciona-
les (funcionalidad 2) en particular los acrilatos de alcn~
hilo, acrilato de fenilo, acrilatos de alcoxialcohilo ¥

acrilatos de fenoxislcohilo. Representantes especificos

muy adecuados de ellos son, por ejemplo, acrilato de etilo|

xilo, acrilato de hepitilo, acrilato de octilo, acrilato de

2-etilhexilo, acrilato de decilo, acrilato de dodecilo,

de fenoxietilo; ademés, los dizcrilatos tetrafuncionales,

en particular, los discrilatos de slcanodiol y diacrilétos
de alquenoglicol. De éstos pueden mencionarse, especifica~
rente, diacrilato de 1,3~propenodiol, diacrilato de 1,3~bu-
tanodiol, diacrilato de 1,6-hexanodiol, dizcrilato de 1,104
~decanodiol, diacrilato de dietilenglicol, diacrilato de
trietilenglicol, diacrilato de tetraetilenglicol y diacrilg
t0 de tripropilenglicol. Son triacrilatos hexafuncionsgles
muy adecuados, por ejemplo, el triacrilato de trimetilolpro
pano y el triacrilato de pentzeritrita. .

Son ejemplos de interesantes ésteres de dcido

diacrilato de polipropilenglicol, poliéster zcrilato, ureta

no acrilato, epoxiacrilato y diacrilato de bisfenol A etoxi




c " 02 ouBdoXdTOTTIRUWIIL— | gJ, oTI2
. =L 1L _op O3 BT AOTTAL —~9W °p 04BTTIVBLSH 6
= w 5 AT (44512 oredoad TOTTASWTIL~
. S = ' x o |-LfLfL 9D OLBTTIOBTL]
E S 3 2 " G6L Tote | 66 |_ oTTX9Y
& o T ~oueqng ep O0LBTIJIOBIQ TT3e—-2 9p O3BITIOY 2]
Z < o
z - a e " QL joudTT3e ©p OABLTIOBIQ 2L OTT39TX .
3 o , —09.9~g 8P OLBLTIOV L
g @ LL OTT4® 9P O4B[TIO0Y
5 @ €L | oTTO :
S o e u ] ouUsTTE® ©p O0LBITIAOBLQ 9pB100 9P O3BTTIOY 9
g
by o ¢ " o< BLTILTIOBY gqL OTTEFOTX _
g D ~ued op 01BTTIOERILO] —-04.8—7 5P O}BTTIOY [4
9 3 2 " oze ousdoxdTOTTFOWTIL~ | QL OTT3OTX
g 8 , ~1¢L¢L ©p ORBITIOBTAL -04.9—-Z 8D O}BLTIOY 14
o] i
8 m 2 u 02 ourBdoIdTOTTIOWT X~ QL oT .
o o ~L¢L¢L oD OBTTIOBTI] ~TUSF 9P 03BTTIOY €
SSI
n o ouwedoadTO TTIOWT I3~
8 ° 2 u 02 |=1¢1¢L op oaBTIX0BTIL | gL | OTTI® 9P OIBLTIOY 2z
o -
o 3 2 Burozusaq 8p 090 02 ouedoxd TOTTGOWTLS el |_ oTTXeY
= B TTFINqoST JI83F =1¢1¢L oD 03BITIOBTII] TT39-2 @p O3BLTIOV A
o d -
2 G -
3 m osed J0DBTOTUT osad TBUO TOUNT. osad TBUOTOUNITY
O A ud 9% pPERES ~Trod 04BTIIOV ue o 04.BTTIOBOUOCH mﬁhwm op
sN oovpToUW
*m .m S9AULAN G TESUO0YD op BUTLSOY
o
. o
.an O
8 5 TULEO4L Op SOuo [0TS0duWo)
|
A L nd ™ [aV} (a2}

27107




10

15

20

25

30

-

.pone ademds un barniz protector.

| ciones de pléstico, por ejémplo, wn disco de imagen, que ha

|peso molecular, tales como estgbilizadores contra la degra-

27107

Hoja ntm. 15

La cepa de resina obtenida después del curzdo de
la resinz de moldeo, es bastante blanda, en contraste con
le cepa dura que se obtiene en la aplicacidén conocida de
resinas de moldeo curables por luz ultravioleta como capa
protectora sobre metal, madera o pepel. De agui que no sea
sorprendente el que las composiciones de resina de moldeo
arriba-mencionadas, no sean comercializadas ni recomenda-
das como tales.

La estructura superficial (pista de informacidn)
de la capa de resina curada de acuerdo con la invenciédn es,
sin embargo, indeformable, incluso cuando, en un tratamien
to subsiguiente, se dispone sobre la superficie de informa
cién, por ejemplo, mediente formacidén de depdsitos en esta~
do de vapor, una delgada capa metdlics, por ejemplo, una

capa de aluminio. Usualmente, sobre la capa metdlica se dig

B. Sustrato
El substrato que consiste en un plastico, y que
tiene la forma de una placa, disco u hoja, determina prin-—

cipalmente las propicdades mecanicas del soporte de graba-—

de ser fabricado. Como la resipa de nmoldeo se expone a tra-
vés del substrato, el substrato debe ser transparente al ti:
po de luz utilizado y, por lo tanto, a la luz visible o0 a
la luz ultrevioleta. La transparencia a la luz visible es
evidente por si mismg; son utilizaebles los materialés de
substrato transparentes o translicidos. En lo que respecta
a la transparencia a la luz ultravioleta, debe sefialarse

que muchas resinas sintéticas comprenden materisles de bajo
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|_dacidén por la luz solar. Si estos materiales de bajo peso
molecular absorben luz ultravioleta, un disco o ung hoja
‘de esta resine sintética pueden ser menos adecuados para
utilizarlos como substrato en combinacién con una resina
de moldeo curable por luz ultravioleta. Los experimentos
realizados han demostrado que un disco o una hoja deben te
ner, por lo menos, un grado de transparenciz del 5% para
el tipo de luz de que se trate, pero preferiblemente de mas
de un 50%. (

En una reglizacidn preferida del método de acuer-
do con la invencién, se utiliza una hoja, disco o placa,
como substreto, con un espesor comprendido entre 200 micro-
metros y 1,5 mm, y que consiste en un copolimero de poli(el
ruro de vinilo)/acetato, poli(ecloruro de vinilo), policar-
bonato, polidster, poliestireno, triacetato de celulosa,
acetobutirato de celulosa o mezclas de log mismos. Diche ho
ja, placa o disco transmite suficiente luz, en particular
luz ultravioleta, para curar la resina de moldeo folosensi-
ble.

Despuds de la exposicién a través del substrato,
la delgada cepa de resina de moldeo curada debe adherirse
fécilmente al substrato. La resina de moldeo de acuerdo con
la invencidn, descrita con detalle anteriormente, se adhie-
re con facilidad en general a los plésticos arriba menciong
dos. Una adherencia que no sea éptima, puede mejorarse me-
diante un tratemiento previoc de erosién del substrato para
hacer dspera su superficie, por ejemplo, mediante tratamien
%0 con cloroformo. El substrato puede ser también provisto
de una capa adhesiva o capa superior, que tenga una buena

adherencia o le resina de moldeo curada. Una capa con bue-~

LL9]
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1 ["nas propiedades adhesivas, en el caso del substrato de
plexiglas (poli(metacrilato de metilo)) por ejemplo, es un
recubrimiento de copolimero de poli(clorurc de vinilo)/ace
tato. Sin embérgo, tal mejora de la adherencia requiere

5 | tratamientos extraordinarios del substrato.

La solicitante ha enéontrado gue una buena adhe-
rencia de la resina de moldeo curada, al substrato, esté-
relacionada con vn cierto ataque del substrato por la resi-
ng de moldeo que no ha sido curada todavia.
10 En una realizacién preferida de la resina de mol-
deo de acuerdo con la invencidn, la resina de moldeo tiens
una cgpacidad de hinchamiento en relacidn con el nmgterial.
del substrato. T

Esta cepacidad de hinchamiento de la resina de.
15 | moldeo puede determinarse de una manera sencilla, sumergien
‘do wna hoja de substrato o disco de substrato en la resins
de moldeo, durante un cierto periodo de tiempo, por ejemplel,
de 1 2 6 horas, retirando despuds el disco, secdndolo y de-
terminando el aumento de peso del disco u hoja.

20 Las resinas de moldeo liquidas erribs menciong-
' das, a base de monoésteres, didsteres, tridsteres o tetra-
ésteres de dcido écrilioo, tienen, por regla general, una
capacidad de hinchamiento suficiente, en relacidn con los
plésticos de substrato arriba mencionados. Se ha encontra-—
25 |do, experimentslmente, por ejemplo, que una resina de mol-
deo de acuerdo con lg invencidn, que contiene un 78% en pe-
s0 de acrilato de 2-etilhexilo, un 20% en peso de “triacri-
lato de trimetilolpropano, y un 2% en peso de injcisdor,
4produce un aumento de peso de més del 0,5%, en hojas de, ent
30 |[tre otros materiales, copolimero de poli(cloruro de vinilo)/
27107
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- /acetato, poli{cloruro de vinilo) y poliestireno. El tiem-~
po de inmersién fue de 6 horas.

Con un substrsto consistente en poli(metacrilato
de metilo) (plexiglass) la adherencia no fue éptima cuendo
se utilizd la resing de moldeo arribe mencionada. De agul
que, una placa de plexiglass,que habia sido sumergida en
la resina arribza mencionada, durente 6 horas, mostrara so-
lamente un aumento de peso inferior al 0,01%. La capacidad
de hinchemiento de %a resing de moldeo de que se trate, en
relacién con el plexiglass de substrato es, por lo tanto,
insuficiente. A este respecto, puede sefialarse que larrefe-
rencia a una cegpacidad de hinchamiento suficiente de la fé-
sina de moldeo en relzcién con la hoja o disco de substra-
t0, es clerts si 1la hoja o disco muestran un eumento de pe
so de por lo menos el 0,1%, después de sumergirlos en lg
.resina durante 6 horas.

Une capacided de hinchamiento insuficiente de'}a
resina de moldeo puede mejorsrse mediante la incorporééiEn,
en una resglizacidén preferida de la resina de moldeo de
acuerdo con la invencidn, de por lo menos un componente gque
tenga por i mismo una capacidad de hinchamiento suficiente
En una realizacién preferida, adicional, de la resina de
moldeo, dicho componente es un mondmero vinilico. Se obtie-
ne le ventaja adicional de que el componente, después de
la exposicidn, reacciona también con los constituyentes res
tantes de la resina, de tgl manera qué se obtiene uﬁa fija~
cibén de la resina curada en el substrato. Un mondmero vini-
lico adecuado es, por ejemplo, un acrilato de alcohilo cuyo
grupo alcohilo contiene 2 & 3 4tomos de carbono, o un acri-

lato de glcoxialcohilo, cuyos.grupos, tanto alcoxi como al-
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ré la adherencia reemplagzando el acrilato de 2-etilhexilo

la fabricacidn de la metriz metdlica consiste en que el

Hoja nam. 19

Para ilustrer esto, se observa que en el ejemplo

de la composicidén de resina, por una cantidad igual de
acrilato de etilo. Hediante el ensayo de inmersidn se esta
blecid que, después de sumergir una placs de plexiglass en
acrilato de etilo, el plexiglass mostrabs un aumento de
peso de mds del 5%,ial cebo de una hora.

C. Katriz

Como ya se ha indicado anteriormente, las matri-
ces metdlicas, ususlmente matrices de nigquel, utiligzadas ey
el procedimiento de moldeo por compresién de discos de ime-
gen, pueden utilizarse en un método de acuerdo con la in-
vencién. Una matriz como ésta se describe, por ejemplo, en
la solicitud de patente holandesa ya publiceda, mencionads,

anteriormente, nimero 7212C45. Un procedimiento ususl para

disco maestro, que es un disco de vidrio plano, que tlene

uvna pists de informacidn gue consiste usualmente en un me-
terial fotoconductor curado, se dota primeramente, de una

maners no electrolitica, con uﬁa capa metdlica conductora,
por ejemplo, una capa de plate o de niquel y, seguidamente,
se le aplica por galvanoplastia una capa metdlica, por ejem
plo, una capa de niquel, después de 1o cual se retira el .
disco de vidrio con el materisl fotopénductor. El disco ge-
nerador obtenido de esta manera, puede ser utilizado en tal
forma, como matriz. ﬁsualmente, se hacen copias adicioneles
por galvanoplastia, tales como coplaes primera, segunda, fer

cera y asi sucesivamente, con lags cuales se forma unas fami-
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1 {-lia completa de coplas metdlicss. Dia primers copia hechs
a partir del disco generador, se denoming aigunas veces
disco madre. Estas ultimas copias se denominan metrices.

La solicitante ha observado gque aunque el mate-
5 | rial de bartida es wn disco meestro muy plano, las copiss
metélicas producidas a partir de éste muestran desigualda-
des que, usualuente, son pequeflas, pero que, en el procedi
miento de moldeo por compresién de acuerdo con la invencidry,
dan como resultadq soportes de gravacidn de plédstico gue
10 | no son enteramente plancs. Como resulbedo de ello, la cati-
ded del soporte de grabacidn de pléstico es influlda de ma
nerg perjudicigl.

Es de sefialar que en un procedimiento de moldeo
por compresidn, estas desigualdades encontradas por la so-
15 | licitante, no juegan ningin papel, porque en tsl procedimiep
.to, la matriz, durante la operacidén, es aplenada por esii-
rado sobre el bloque de enfrizmiento y de cazlefaccidn de lg)
matriz de moldeo por compresidn.

Lg solicitante ha observado que las desigualdades
20 |son provocadas, en varticular, por las tensiones internas
que se formen durante la metalizacidén en las copias delga—
das del dlsco maestro.

A base de este reconocimiento, la matriz utiliza-
da en una realizacidn preferida del método de acuerdo con
25 |la invencidn, es un disco generador metdlico, substancisl-
nmente plano, o uﬁa copia metdlica obtenida a partir-de
aquél, por galvenoplastis. El término "sustancizlmente pla-
no" significa que la planeidad macroscdpica de hecho, di-
fiere como méximo en 10 micras de la superficie plana tedri

30 jca.
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como tal, y se obiiene dotando a un disco maestro, que es
‘un disco de vidrio plano, que tiene uns pista de informa-
cidn scbre una cara, de una cape metdlica, primeramente de
unarmanera no electrolitica y, seguidamente, por galvano-
plastia sobre la cara de la pista de informacidén, dispo-
niendo. sobre ésta un disco plano para dar rigidez, de una
manera adherente, retirando después el disco maestro y, si
se desea, produciendo otras copias metalicas por galvaro-
plastia a partir del disco generador plano resultante.

Lo aplicacidn por via no electrolitica de una ce
pa metalica, por ejemplo de una capa de plata 0 de wna capg
de niquel, asi{ como la galvenoplastia de una capa metdlica,
por ejemplo una capa de niguel, es suficientemente conoci-
da. Se puede hacer referencia g la solicitud de patente ho-

.landesg arriba mencionada 7212045. Es de seillalar que el

la formacidén de depdsitos desde el estado de vapor o la pull
verizacidn de una'capa metdlica.

Como resultado de las disposiclones de acuverdo
con el método anterior, en el que es de una importancia pay
"ticular el que primeramente el disco plano pera dar rigidesz
sea gplicado antes de retirar el disco msesiro, no pueden
producirse deformaciones por tensiones internss, de tal mo-
do que se mantiene la planeidad del disco maestro de vidrio
en el disco generador resultante.

Como puede deriverse del método, el disco genera-
dor plano resulitante consiste en una capa metdélica aplicadae

por via no electrolitica, en la que se dispone la pista de

término "aplicacidn por vie no electrolitica" incluye tambilé

informacién, una capa metdlica depositeda por galvanoplasti?
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_sobre la care de la capa metdlica aplicada por via no elec
trolitica, mds glejada de la pista de informacién, y un
disco plano pare dar rigidez, conectado a la capa wetdlica
depositada por gelvanoplastia, de uns menera adhesiva.

De acuerdo con la invencidn, las copias adiciona-
les resultantes, derivedas del disco generador plano, por
galvanoplastia, estan provistas preferiblemente del disco
plano para dar rigidez. Con este fin, durente la fabrica-
cidén de uns primeraiCOpia, el disco generador provisto de
wn disco para dar rigidez, se aplica por galvanoplastia con
una capa metédlica, seguldamente se aplica sobre ella un
disco para dar rigidez, de unaz manereg adhesiva, y, a conti-
nuacidn, se retira el disco generador. De uns maners idén—
tica, se pueden obtener segundss copias a partir de la pri-
mers copia resultante y, de ésta, nuevemente terceras co-
plas y esi sucesivamente.

Para el buen orden, es de seflalar que tales co-
pias planas consisten en una capa metdlica depositeda por
galvanOplaétia, la cual comprende, sobre una cara, la pis-
ta de informacién y, sobre la otra cara, estd provista de
un disco plano pars dar rigidez, conectado a ella de una mg
ners adherente.

Como disco para dar rigidez puede utilizarse un
disco metdlico rigido y pleno, por ejemplo un disco de co-
bre, niéuel o gluminio, o una placa de vidrio. El espesor
del disco es muy verisble; por considéraciones de céste-ﬁre-
clio, ée desea un espesor méximo de 10 mm. El espesor minimo
serd de.aproximadamente 1 mm, dependiendo del material. El
disco se adhiere g la capa metalica por medio de una capa

de cola, por ejemplo, una cola de dos componentes. Preferi-
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.702C. Si la aplicacién del disco de refuerzo puede redlizey
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netdlica, en combinecidn con un adhesivo conductor de la
electricidad, por ejemplo, un adhesivo que tiene disperse-
das particulas metilicas, obteniéndose la ventaja de que
durante la fabricacién por galvenoplastia de copias metéli
cas adicionales, el contacto eldctrico deseado es éptimo.
Cuando se ubiliza un disco de vidrio, se puede utilizar
ung cepa de adhesivo, si se desea, la cual puede ser cura-
da por radiacidn, p?r'ejemplo, por luz ultravioleta.

Como regla general, la aplicaclién de un disco de
refuerzo durante la fabricacién del disco genersdor, debe
realizarse a la misma femperatura a la que se aplica la ca
pa de metal sobre el disco maestro de vidrio. La temperatu
ra del bafio de galvenoplastia utilizado es frecuentemente

superior a la temperatura embiente y, por ejemplo, es de

se a una temperaturs inferior a la utilizada en el bafio de
galvenoplastia, la capa de metal aplicada se contraersd des-
de el disco maestro, debido a diferencias de expansidn tér
mica. En la préctica, la operacién a wna temperatura mis al
ta, es muy engorross y, por lo tanto, menos atractiva.
En una reslizacidn preferida del método de fabri-
car el disco generador, no tieme lugsr ests desventaja. De
acuerdo con la realizacidén preferida, se obtiene un disco
generador, dotando gl disco waestro de vidrio, primersmente
de ung maners ho electrolitica Y, segﬁidamente, por'galva—
noplastia; con una cgpa metélica que tiene un espesor glo-
bal de 150 micrometros como méximo, aplicando sobre ésta,
de una manera adhesiva, el disco plano pera dar rigidez, a

la temperatura embilente, y retirando seguidamente el disco
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—maestro de vidrio.

Con un espesor de cepe de 150 micrometros como
mdximo, la capa metélica producida no se contraerd desde el
disco maestro, ni siquiera por enfriamiento. Esto implica
que la conexién de la placa para dar rigidez fuera del ba-
fio de galvanoplastia, tiene lugar a la temperatura ambien-
te normal, 1o que facilita considersblemente la fabricaciéy
total. En general, el espesor de cepa de la capa metalica
producida, sera de 60 a 80 micrometros. ,

Al producir coplas del disco generedor, deposifg
das por gelvanoplastia, no tiene lugar la contraccidén desdd
le cepa metélica, ni siquiera con mayores espesores de la
- capa metdlica producida, por ejemplo,ade 300 a 4C€0 miorome-
tros. Esto es debido a que no existe diferencia de expan-~
sién térmica entre el dlsco generador metdlico y la copia
metélica, como las que existen entre el disco madre y la
metriz. Las copias adicionales del disco generesdor pueden
dotarse, por consiguiente, con el disco pleno para dar fﬁ-
gidez, a la temperatura normal.

La ejecucidén técnica de acuerdo con la invencidn
paera duplicsr soportes de grabacién de pléstico, por ejem-
plo, la aplicacidn de la resina de moldeo liguida, curable
por radiaclidn, sobre la superficie de la metriz, y la apli-
cacibn del substrato sobre la resins de moldeo, puedén reg-
lizarse de diversas maneras. ‘

Por ejemplo, el procedimiento puede reslizarse
por medio de una place girstoria, La maitriz se deposita so-
bre el disco met&lico, horizontal, plano, de la placa gira-
toria, desde luego con la superficie que contiene la infor-

macidén hacia arriba. Sobre la matriz se gplice, de una mang
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- ra uniforme, un exceso de resina de moldeo, por ejemplo de
5 a 10 ml. La aplicacidn de la resing de moldeo puede rea~
lizarse, por ejemplo, vertiéndola centralmente sobre la
matriz y, seguidamente, haciendo que la resina de moldeo
fluya radialmente por toda la superficie de la ngtriz, por
rotacidén de la matriz. La hoja de substrato o la placa de
substrato se coloca sobre la capa de resina de moldeo, de
tal maners que se evite la inelusidn de zire. Si se desea,
el subsirato puede ﬁer comprimido con un redillo. EL con-
junto se hace girar'siendo despedida una parte de la resi-~
| ng de moldeo entre la metriz y el substrato y ajusténdose,
asi, el espesor deseado de la capa de resina, por ejemplo,
entre 1 y 75 micrometros. Después de la exposicidn a tra-
vés del substrato, a la luz de, por ejemplo, una lémpars de
mercurio de alta presibn, se puede retirar de lg matriz el
.soporte de grebacidn de pldstico acabado..

Sobre la cara que contiene la informgclidn del dig|
co de imagen resultante, se aplica usualmente mediante de-
pbésito desde el estado de vapor a presidn reducida, una ca-
pa de aluminio reflectante y de un espesor de aproximademen
te 300 %. Sobre la capa de aluminio se .gplica un recubri-
miento protector de, por ejemplo, barniz nitroceluldsico.
Finslmente, el disco se corta a medida y se equilibre, des-
pués de haber practicado en é1 una ebertura central.

En el ejemplo enterior de la ejecucidn técnica
del procediniento de moldéo de acuerd6 con la invenéién, la
resina de moldeo y el substrato se aplican por separado y
sucesivamente, sobre le matriz. Es posible, alternativemen-
te, aplicar el substrato, en un tratamiento previo, una ca-

pa de resina de moldeo, y aplicar este conjunto sobre la su

¥




1 {-perficie de la matriz. El tratemiento ulterior, por ejemple

10

15

20

30
27107

.de moldeo por compresidn, el material de soporte del sopor-

Hoja nam. 2§

la expogicidn, transcurre como en el ejemplo arriba menclo+
nado. '

El soporte de grabacidn de plédstico provisto de
una capa de aluminio obtenida de acuerdo cen el método de
la invencidn, se lee dé la misma ﬁanera que el soporte de
grebacidén de plastico conocido obtenido mediante un proce-
dimiento de moldeo por compresidn. La lectura tiene lugar
por medio de un fin? haz de luz (luz laser) que se dirige
sobre la capa metélica y es reflejado por ésta. La informar
cién almscenada se lee o explora preferiblemente con un’haz
de luz que pasa a través del material de soporte, es reile-
jado por la capa de eluminio y, a continuacién, sale nueva-
mente a través del material ae soporte. En contraste con el

conocido soporte de grebacidn obtenido por un procedimiento

te de grebacidén de acuerdo con la invencidn, no es hoirogs-
neo sino que muestra ung estructura estratificada de resing
de moldeo curada y substrato. De este modo, se introduce
una felta de homogeneidad en la trayectoria que ha de atra-
vesar el hzz de luz por dos veces. La felta de homogeneidad
es, por ejemplo, una diferencia del indice de refraccién.

Se ha encontrado, sorprendentemente, gue a pesar de esta

falta de homogeneidad, el.soporte de grabacidn de pléstico
obtenido de acuerdc con el método de la invencidn, puede

leerse a través del material de sopor%e y produce uﬁa repro
duccién de la informacidén almacenada, de una excelente celi
dad. Esto es tanto més.sorprgndente, si se considera que la
sefial de imegen procesads en la pista de informacién, se ba

sa en una estructura de superficie que tiene diferencias de
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1 Laltura de 0,1 a 0,2 micrometros, que se basen en la infor-
mecidn. - ' '

La invencidn se describiré ghora con mayor deta-
lle, con referencia a los siguientes ejemplos y al dibujo
5 | que se acompafia, en el cual: '

. La figura 1 es una vista en seccién transversal
de un disco maestro, que tiene una cape metdlica y una pla
ca para dar rigidez;

La figura 2 es una vista en seccidén transversal
10 | de una matrig que'tiene una placa para der rigidez, y
La figura 3 es una viste en seccidn transversal

de un soporte de grabacidn de pléstico.

Ejemplos.

15 1. FPoabricacidn de la matriz.

Un disco maestro, consistente en un disco de vi-
drio plano, pulimentado, que en el dibujo recibe la referen
cia numérica 1, que tiene sobre é1 una piste de informacidn
en espiral, de mgterigl fotoconductor curado 2, se niqueia
20 | por vie no electrolitica, mediante tratamiento con una solu
‘eildén acuosa de segl de niquel, que contiene NiSO4.6H20. Ung
segunda capa de nigquel 4 se aplica, por el método de galva-
noplastia usugl, sobre la caps de niguel 3, conductora, re-
sultante, que tiene un espesor de aproximadsmente 300 a.
25 |Para este fin, el disco maestro 1, 2, con la capa 3 se su-
merge en una solucidn acuosa de electrolito que contiene
sulfanato de niguel, dcido bdérico y laurilsulfato sddico.
La temperatura de la solucidén se mantiene a 502C. Se esta~
blece una tensidn a través de la solucidn de electrolito,
30 |sirviendo como cédtodo la capa de nigquel 3 del disco maestro
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-La tensidn se aumenta lentamente, por ejemp}o a razdén de
0,1 voltios pof minuto, hasta que se alcenza une intensi-
ded de corriente de eproximadamente 40 amperios. Una vez
que lz capa total de niguel ha elcanzado un espesor de 60
micras con esta intensidad de corriente, el disco meestro
1, 2 con la piel de niquel 3,4 desarrollada en él, se reti
ra de larsolucién de electrolito, se enfria en el zire a
la temperatura ambiente (temperatura del recinto), se lava
gseguidzmente con agua y se seca. A dicha piel de nique}”qe
encole una placa 5 de aluminio, plana y rigida, con lé*iue
lae pleneidad macroscdpica de hecho de la superficie, difie
re como mAximo en 10 micras de la planeided tedrica. Para
el encolado se utiliza un adhesivo de dos componentes, por
ejemplo un adhesivo de epéxido, por ejemplo, araldita con
ung amine como endurecedor. Aunque no es estrictamente nccg
‘serio, es recomendable, antes del encolado de la placa 5 a
la piel 3,4, hacer las superficies a encoler ligeramente
ésperas, por ejemplQ, mediante ataque quimico. Por ejemplo,
la superficie de niquel puede atacarse quimicemente con
FeCl3, y la superficie de aluminio con solucién de hidrdxi-
do sédico. Después del curado de la cola, el disco naestro
se separa mecénicemente de la piel'de niquel con la Pplaca
de aluminio encolada. El resto del material fotoconductor
que posiblemente permanece sobre la cera de la piel de ni~
quel que lleva la informacidn, se disuelven por tratamiento
con glcohol isopropilico y metilisobutilcetona. El disco ge
nerador resultente, que se muestra en la figura 2, consiste
en una placa é de aiuminio con una piel,% de niquel. Dicho
disco genersdor puede utilizarse como matriz para la producy

cidn de copias de pléstico. Pambién es posible producir ung
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1 (~familia de mabrices é partir del disco gensrador. Con este
fin, la superficie de niquel del disco gensrador se pasiva
primeramente por tratamiento con una solucidn acuosa de
E,Cr,00 ¥, seguidemente, se desarrolla sobre ella una capa
5 | de nigquel de 60 micras dé'espesor, por gelvanoplastia (eleg
troliticamente). Seguiéamente, se aplica sobre ésta una plg
ca de gluminio, a la temperatura ambiente, de la misma mg-
ners que se ha descrito anteriormente, despuds de lo cual
se retira el disco generador. Se pueden producir de ung ma
10 | nera idéntica, a pa;tir del disco madre resultante, copias
adicionales (matrices) y se las provee tanbién de unaaﬁlé-
ca de gluminio plana. : e

2. Una cantidad de 10 ml de una resina de nmoldeo,
cursgble por radiacidn, se aplica en el centro de una mé%riz
15 | metélica, la cual estd horizontalmente asegurada sobre una
-placa giratoria, y qué estd provista de vna placa para dar
rigidez, como se muestra en la figursg 2.

La composicidn de la resina de moldeo que sutd
designada por un numero de serie en la columna 1 de la ta-
20 | bla II siguiente, estd indicada en la "Tabla de composicio-
nes de resina" que figura en la parte de ‘introduccién de egl
ta memoria. Las resinas de moldeo designadas por el mismo
nimero de serie, son idénticas. La composicidén de la matriz
metalica figura en la columna 2 de la Tablg II siguiente.
25 |La placa giratoria se hace girar dwante algunos segundos,
distribuyéndose la resina de moldeo aplicada centraimente
por toda la superficle de la matriz. Una placa circular, de
un didmetro de 340 mm, que estd hecha de la resina sintéti-
ca transparente a la luz (éubstrato),que figura en la colum
30 |na 3 de la Tabla Il siguiente, se deposita cuidadosemente
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—sobre la matriz provista de la resina de moldeo, elimindn-
dose de la capa de resinag de moldeo, mediante un rodillo
de metal, laé burbujes de aire posiblemente inclufdas, que
gon visibles debido a la placa transparente a la luz. Debe
sefiglarse querla placa de material sintético transparente
a la luz (substrato) se trata previamente en algunos casos
antes de que sea aplicada sobre la placa de resina de mol-
deo. El objeto del tratemiento previo es favorecer la adhe-
rencia de la resina y la placa. El tratemiento previo, si
se aplica alguno, se indica en la columna 4 de la Tabla II,
En esta columns, PCV/PAV significa que la placa, por la ca-
ra que estd en contacto con la resina, esta provista de
una capa de poli(cloruro de vinilo)/poli(acetato de vinilo)
Ls capa de PCV/PAV se eplica repartiendo sobre la plate ung
solucidn de PCV/PAV en ciclohexsnona y acetato de etilo,

y centrifugando la placa a unas 1000 revoluciones por miau
$0. La indicacidn cloroformo significa que la pleca ha sidd
tratada previemente con cloroformo. Se vierte cloroformo
sobre le placa y se elimina de nuevo por centrifugacidn. Leg
indicacidn acrilato de etilo significa que la placa ha sido
tratada previamente por inmersidn en acrilato de etilo du-
rante 30 segundos. .

Después de eplicer la placa, la estructura de emp
redado resultante, compuesta por la matriz, la capa de resi
ng de moldeo y la placa, se hace girar a 1.C00 revoluclones
por minuto durante gproximsdamente 15 segundos. Se elimina
el exceso de resing de moldeo, obteniéndose una capa homo-
génea y més delgada, de resina de moldeo. El espesor de la
capa de resina puede veriar entre 0,2 y 300 micrometros pe-

ro es, preferiblemente, de 1 a 75 micrometros.
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La capa de resina de moldeo se expone seguidamenty
te, & través del substrato, a la luz de una fuente lumino-
sa, por cjemplo, uns "limpara de mercurio de presidn super-t
elevada, refrigerada con agua, de 500 watios", dispuesta a
40 cm por eﬁcima de la estructura de emparedado, o de una
serie de varias lamparas "fluorescentes TL20W", que trans—
miten principalmente luz . de 350 nm. En la colunna 5 de la
Tabla II siguiente, se indica el tipo de lémparas, siendo
SP5CO la lémparsa de;mercurio arriba menciongda, y sien@p
TL la lémpara fluoréscente anterior. EL tiempo de expé;ié
cién se indica en la colwuma 6 de la Tabla II. Después de
la exposicidn, se retira de la matriz el soporte de gfsbér
cidn de pléstico resultante. El soporte de grabacidn de -
pléstico se muestra en la figursg 3 y consiste en la caﬁa 8

de resina curada, que tiene una pista de informacidn, 7 la

rads a agquélla. El soporte de grabecidn de pléstico (figu-
ra 3) estd prévisto, usualmente, por la cera de la capa de
resing de moldeo Que contiene la informacidn, de una capa

de aluminio de 3C0 i de espesor (no mostrada en la figura

3), aue se deposita desde el estado de vapor, en una campa-
na de vacio, 2 una presién de 1074 o 10™5 um de mercurio.

FPinglmente, se aplica sobre la placa de aluminio, una capa
protectora de barniz (no mostrada en la figura 3), vertien-—
do berniz nitroceluldsico sobre la capa de eluminio y cen-
trifugando seguidamente el conjunto,.de modo gue el barniz
nitrocelulésico se extienda por la totalidad de la capa de

eluminio, en forma de ung delgada capa.
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-~ REIVINDICACIOHES -

Los puntos de invenciln propia y nueva que se
presentan para que seah objeto de esta solicitud de Paten—
te de Invencidn en BEspafie, por VEINTE afios, son los gque se
recogen en las reivindicaciones siguientes:

18~ Méto?o de duplicar soportes de informecion
de pléstico, en el que se dispone una resine de moldeo po-
limerizable sobre una matriz que contlene una pista de in-
formacidén, resina que estd provista o estd siendo provis-
to de un substrzto por la cara mas alejada de la matriz y,
después de curar la resina de moldeo, se retira de la na~-

triz el conjuntb de la resing de moldeo y el substrato co-~

de la cual, por 1o menos la superficie que comprende la
pistae de informecién estd hecha de un metal, se dispone se-
guidamente sobre la superficie metalica wna resina de mol-
deo liquide polimerizable por radiacién, conteniendo dicha
resing mondmeros y/u oligdmeros de bajo peso molecular, los
cuales contienen como promedic de 25 a %O% en peso de gru-
pos hidrocarbonados saturados y/o grupos fenilo, siendo la
resina de moldeo enteramente o susitancialmente por entero,
eprétida y teniendo une funcionalidad media en lo que res-
pecta a la insaburacidn, que se encuentra entre los.valores
2 y 6 inclusive, la resinas de moldeo estd provista o esté
siendo provista, ademds, por la cara més alejada de la ma-
triz, con un substrato impermeable a las radiaciones, la re

sina de moldeo se cura segulidemente por irrsdiacién a tra-
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1 t~vés del substrato, y la resina de moldeo po}imerizada, Jun
to con el subsfraﬁo conéctado a ella! se retirg de la mg~
triz. '

28,~ Un método como se reivindica en la reivin-
5 | dicacidn 18, caracterizado porque se ubtiliza uné resina de
moldec que contiene por lo menos el 95% en peso de mondme-
ros de bajo peso ﬁolecular.

.~ .Un método como se reivindicanen lg reivindi
cacidn 12 o 28, cgracterizado porque se uwbiliza una resina
10 | de moldeo cuyo contenido medio de grupos hidrocarbongdos
saturados y/o grupos fenilo, se encuentra entre 40 y 6%%
en pPeso. _

48 .~ Un método como se reivindica en las reivin-
dicaciones 18, 22 o 38, caracterizado porque se uliliza ung
15 | resina de moldec, cuya funcionslidad, en lo que respecha a
.la insaturacidn, se encuentra entre los valores 2,1 ¥y 2,5
inclusive.

58,~ Un método como se reivindica en cualquiera
de las reivindicaciones precedentes, cargcterizado poréue
20 | la resina de moldeo contiene una mezcla ligquida de monoéste
res, diésteres, triésteres, o tetradésteres de dcido acrili-
co, de bajo peso molecular.

68.~ Un método como se reivindica en la reivindi-
cacidén 52, caracterizado porque la mezcla contiene ésteres
25 |del écido acrilico, los cuales estén seleccionados del gru~
po que consiste en acrilatos de alcohilo, acrilatos.de fe~
nilo, acrilatos de alcoxialeohilo, dizcrilatos de alcano-
diol, dimcrilatos de alcohilenglicol, triacrilato de trime-
tilolpropano, trigcrilato de pentaeritrita, diacrilato de
30 |polietilenglicol, diacrilato de polipropilenglicol, acrila-
27107 |
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- to poliéster}‘acrilato uretano, acrilato epoxidico y diacri
lato de bisfenol A etoxilado.

78.~ Un método como se reivindica en la reivindis
cacidn 18, caracterizado porque la resina de molceo tiene
una capacidad de hinchamiento en relacidén con el material
de substrato.

8,~ Un método como se reivindica en la reivindi-

cacidén 72, caracterizado porque la resina de moldeo compren
de por lo menos un componente, el cual tiene, como tal,
una capacidad de hinchemiento en relacidén con el material
de substrato.

92,~- Un método como se reivindica en la reivindi
cacién 88, caracterizado porque el componente es un nonéng
ro vinilico.

102.- Un método como se reivindica en la reivindi
.cacidén 98, caracterizado porque cuando se utiliza plexiglas
como substrato, el componente es un acrilato de alconilo,
cuyo grupo alcohilo contiene 2 6 3 dtomos de carbono, 0 un
ecrilato de glcoxielcohilo, cuyos grupos, tanto alcohiloxi
como glcohilo, contienen de 1 a 2 atomos de carbono.

118,~ Un método como se reivindica en la reivindi
cacidn 12, caracterizado porque el substraio estd formado
por una hoja, placa o disco, que tiene un espesor de 200 mi
crometros a 1,5 mm, que consiste en copolimeroc de poli(clo-
turo de vinilo)/acetato, poli(cloruro de vinilo), policarbo
nagto, polidster, poliestireno, triacetato de celulosa, ace-
tobutirato de celulosa o mezclas de 1os mismos.

122 .~ Un método como se reivindica en la reivindi
cecidn 18, carscterizazdo porque se utiliza un disco genera-

dor, metdlico, plano, como matriz, o una copia metdlica de-
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Trivada de éste y obtenida por galvanoplastia, con 1o que

dicacidn 128, caracterizado porque el disco generador se

_[pida por gulvanoplastia es dotada de una placa plana para

Ay - - S 14
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la planeidad del disce generador o de la copia difiere co-
mo mdximo 10 micras de la plancidad tedrica.

138%,- Un método como se reivindica en la reivin-

obtiene creando.un dico maestroy es decir una placa de vi-
drio plana que estd provista por una cara con una pista de
informacidn, por la cara de la pista de informacidén con una
capa metdlica, primeramente en una forma no eléctrolitica
Y, seguidamente; por galvanoplastia, proporcionando sobre
éstos, de una manera adhesiva, una placa plana para dar
rigidez y, seguidamente, retirando el disco maestro.

_ 142,- Un método como se reivindica en la reivin-
dicacién 132, caracterizado porque el disco generador se
obtiene dotando al disco meestro, primeramente de una mane-
ra ne electrolitica y, seguidamente, por galvanoplastia, cox
una capa metdlica que tiene un espesor global de como mdximd
150 micrometros, proporcionando sobre esto, de uns manera
adhesiva, una placa plana psara dar rigidez, a la temperatu-
ra ambiente y, seguidamente, retirando el disco maestro.
152, Un método como se reivindica en la reivin-

dicacién 122, caracterizado porque la copia metdlica obte-

dar rigidez, conectada a ella de una manera adherente.
168.,~ Un nétodo como se reivindica en la reivin-
dicacidén 132, 148 o 158, caracterizado porque el disco pla-
no para dar rigidez estd hecho de metal o de una aleacidn
metdlica, que se adhiere a la capa metdlica por medio de
na, cola eléctricamente conductora.

172.~ Método de duplicar soportes de informacidn
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~de pldstico. _ _
Tal y coulo se ha descrito en la Memoria que ante-
cede, representado en los dibujos que se acomlﬁafian ¥y para
los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de treinta y ocho hojas esecri

tas a mdquina por una sola cara.

Madrid, (4.MAR1978
P.A.

Alberto de Elzabw

Por

[}
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Fig. 3
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